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微带贴片天线及其阵列可能见得不多但却是应用最广泛的天线形式。它们结构简单，通过介质、介质上层的金属导体贴片以及地平面即可形成。甚至，中间的介质也可以是空气的结构。较为典型的微带贴片天线是制作在印刷电路板（PCB）上，利用影印方法将精细线路结构蚀刻在导电金属层上的。由于PCB材料是微带贴片天线及其天线阵列的重要组成部分，所以在设计微带天线时需认真考虑PCB材料的特性，包括贴片和地面的导电金属铜箔类型。同时，PCB的制造工艺中由于线路公差也会影响微带贴片天线的性能；制造工艺中可能额外增加的PCB的成份（如表面处理镀层）也会影响性能。了解PCB材料如何协同及如何通过制造工艺形成最终设计要求，有助于实现微带贴片天线或阵列的预期设计目的，特别是在毫米波频段。
微带贴片天线的尺寸与频率成反比，频率越高，贴片尺寸越小。由于这种关系，在频率较低时波长较长，微带贴片天线就会因为尺寸过大而不太实用。一般情况下，微带贴片的矩形长度L为工作频率的波长的1/2，即L= ~λ/2。当频率低于500MHz时贴片的长度就很大。如频率在100MHz时，谐振是微带贴片长度接近1m，此时就需要很大的PCB尺寸。频率越高，贴片尺寸会越小，特别是对于微波/毫米波频率下的应用与其他电路一起集成到PCB板上则更有意义。当所需天线的增益和方向性高于单个贴片性能时，可设计各种贴片阵列天线。
选择PCB材料进行微带贴片天线的设计时应考虑PCB材料“成份”的影响。材料“成份”包括如介质材料本身、金属铜箔类型、最终表面镀层等对影响天线和电路的性能和特性。例如，介质材料的介电常数可影响贴片的尺寸（波长的~1/2），介质材料的厚度也影响了天线辐射的电磁（EM）场分布。
微带贴片天线的辐射机理实际上是高频的电磁泄露，矩形贴片通过的纵向边缘或“L”方向的泄露产生辐射EM场（矩形贴片的宽度方向或“W”方向没有EM场）。PCB的最终表面镀层对于这些从贴片边缘辐射的EM场有很大影响。例如，由于最终表面处理镀层的导电性原因，PCB的最终导体导电特性则会变得很复杂而成为综合的导电特性。举个例子，化学镍金（ENIG）是一种广受欢迎且已经过验证的最终表面处理方式，它是将厚镍与薄金相结合一种表面处理。但是，镍是一种铁磁材料，一方面在对铜箔导体保护时也会有磁损耗；另一方面它的导电性仅是铜的1/4，特别是在频率较高时会增加电路的导体损耗且影响电路相位响应。在微带贴片天线上，ENIG的特性当然也会影响微带贴片天线产生的场强，特别是在较高的微波和毫米波频率时影响更为明显。
选择PCB导体表面处理是微带贴片天线中需要考虑的一个因素，因为表面镀层改变了贴片边缘处的导体损耗。对于ENIG，其导体边缘的导电性是由不同比例的铜、金和镍共同组成。还有其他许多PCB最终表面镀层可以通过化学沉浸工艺完成的，如化学沉锡或化学沉银。这种工艺所得镀层厚度极薄，似乎在整个电路上的厚度变化不太明显，但对于小波长信号的高频毫米波的影响也不可忽略。
可制造设计
高性能的微带贴片天线需要高精度制造工艺和高级别电路材料共同完成。虽然微带天线在较低频率下不太合适，但在较高的毫米波频率下使用是非常有吸引力的，如果天线的设计可以得到制造工艺的支持，则能在可行成本内生产出可重复的硬件。在毫米波频率下的贴片的尺寸非常小，如77GHz汽车雷达传感器的贴片天线，在此高频率和小波长条件下，材料属性的变化以及制造工艺的变化，都会对天线性能造成影响并可能发生不可接受的偏差。因此，微带贴片天线的设计不仅须考虑PCB材料的特性，还须考虑制造工艺的限制和瓶颈。
例如，理想的微带贴片的导体转角是90度直角，但是在加工中，按照设计参数将铜箔导体蚀刻成微带贴片时，一般会形成圆角。半径为2~5mils的圆角在较低频率下影响很小，但半径为3mils的圆角在毫米波频率下则会影响信号波长，从而可能会导致电磁场分布变化及微带贴片天线的辐射方向变化。虽然可利用计算机辅助设计软件（CAD）模拟对2~5mils的圆角带来的影响，但是如果制造的天线的公差与CAD工具中所述的不同，那么所模拟的性能可能也与实际性能不一致。
在77GHz等毫米波频率下，电路材料质量和制造工艺需要确保最小的变化而不给微带贴片的性能带来影响。其中之一是电路节点和互连处（如微带贴片的馈线）必须达到高度阻抗匹配（一般为50Ω），以最小化节点处信号反射而避免电磁辐射造成能量的损失。另外，对于77GHz雷达的串馈贴片天线，通常包含多个不同的导体宽度，由于贴片天线本身的尺寸较小，导体宽度的微小变化就会显著影响天线性能。蚀刻线宽公差为±0.5mil的PCB加工能力值得推荐，但是毫米波频率下可能会对这种工艺的精度和准确度提出更高要求。当标称导体宽度是4~5mils时，±0.5mil（总共1mil）的变化可能意味着电路尺寸和性能可能发生20%或以上的变化。
了解导体和介质材料对微带贴片天线及其阵列辐射的影响，有助于预测某特定频率下的天线的增益和方向性。但是任何PCB制造工艺还必须尽可能严格控制精度以得到精细的贴片及其相关电路，否则该预测也会出现偏差。通过衡量和考虑到材料性能和制造工艺的变化，就能重复地、高效益地生产出高质量、批量的毫米波频段下的微带贴片天线和天线阵列。
任何微带贴片天线或PCB的任意高频材料，即使是性能好、可靠性高的罗杰斯的电路材料，都需要有能利用现代制造工艺进行批量生产的实用设计。虽然优质材料有助于实现高性能，但是它们也要经正确、高效地装配成为最终组件并形成实用的解决方案。为了帮助电路、部件、装置和系统设计人员更好地将高性能电路材料用于高频模拟、高速数据（HSD）和混合信号电路，罗杰斯公司正在编写一本有关这些应用的电路材料特性，以及如何以最好地将材料转化为实用的部件和电路解决方案（如微带贴片天线、天线阵列）的技术应用电子白皮书。该电子白皮书将探索适用于商业、工业、医学及其他高可靠等行业使用的电路材料，并为选择正确的材料提供建议和“制造设计”指南，以将此类材料转变为毫米波频率及其它频率下实用的产品解决方案。

